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     図５Ａ  自動車生産の垂直構造（付加価値ベース）
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           図５Ｂ　自動車生産の水平構造（車種別）
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             図５Ｃ　バス・サービス生産の垂直構造
                          （付加価値ベース）
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     図５Ｄ　バス・サービス生産の水平構造（地域別）
	 　No.
	       層名
   ＜ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ＞
	         分業内容（例）
	    市場構造
   （企業数）
	

	   ３
	 電気機械器具製造
 業
    ＜標準化＞
 送配電業
	 電力を使用する設備・機器等の生
 産・供給
 （例）家電製品、オフィス・工場
 における電気器具・機械
	 競争（多数）
	

	
	
	
	
	

	  ２Ｂ
	
	 電力会社による送配電
	 公営あるいは規
 制下の独占
	

	  ２Ａ
	 発電業
    ＜標準化＞
 電力設備・機器の
 生産
	 電力会社、他企業による発電
	 公営あるいは規
 制下の独占、規
 制緩和中
	

	
	
	
	
	

	   １
	
	 電力発送配電用の設備・機器メー
 カーによる生産・供給
	 競争（多数ある
 いは少数）
	


 図６　「電力エネルギーの生産と使用」における垂直分業
	 　No.
	       層名
   ＜ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ＞
	         分業内容（例）
	    市場構造
   （企業数）
	

	   ３
	 旅行斡旋業
	 旅行業者による旅行サービスの編
 成・販売
	 競争（多数）
	

	
	
	
	 ＜標準化＞
	
	
	
	

	   ２
	
	
	
	
	 航空会社による航空交通サービス
 の生産・供給
	 寡占的競争（少
 数）
	

	
	
	航空業
  ＜標準化＞
	
	
	
	

	   １
	
	
	
	 航空機メーカーによる航空機の製
 造・供給
	 寡占的競争（少
 数）
	

	
	 航空機製造業
	
	
	

	
	 航空交通インフラ
	 空港・管制等諸サービスの供給
	 公営独占
	


    図７　「航空交通サービスの生産」における垂直分業
	 　No.
	       層名
   ＜ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ＞
	         分業内容（例）
	    市場構造
   （企業数）
	

	   ４
	 ソフトウェア
    ＜標準化＞
 オペレーティング
 システム（OA）
	 アプリケーション・プログラム
 （★）による仕事の実行
 （例）ワードプロセッサー、表計
 算用ソフトウェア
	 競争（多数）
	

	
	
	
	
	

	   ３
	
	 ハードウェア機器とソフトウェア
 の仲介（★）
 （例）Windowsオペレーティング
 ・システム
	 独占
	

	  ２Ａ
	 ハードウェア本体
 組み立て
    ＜標準化＞
 入出力装置生産・
 組み立て
	 コンピュータ本体
 CPUおよびメモリ（BIOS★、バ
 ス接続仕様★）
 （例）各メーカーのパソコン本体
	 競争（多数）
	

	
	
	
	
	

	  ２Ｂ
	
	 コンピュータとユーザとの仲介
 （例）キーボード、ディスプレ
 ー、プリンタ、ネットワーク接続
 用機器
	 競争（多数）
	

	   １
	 ハードウェア生産
	 各種部品・機器の生産(CPU★)
	 競争（多数）
 （ただしCPU
 生
 産のみは独占）
	


                  （★知的財産権による保護の意義が大きい部分）
                図８　ＰＣ産業（米国）の垂直分業
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                      図９　日本のパソコン産業
                ――メーカーごとの「縦割り」構造
                                                                    [KTIB-704.3]
	    産　　　業
      (国名)
	  PC本体
   ﾊｰﾄﾞ
   (米)
	  PCｿﾌﾄ
   (米)
	  自動車
   (日)
	  家　電
   (日)
	  半導体
  (ﾊﾟｿｺﾝ
  用CPU)
   (米)
	  半導体
  (ﾒﾓﾘ)
 　(日)

	 ①製品構造の特色
 部品間ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽの
 強/弱
 部品間ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽの
 標準
 (部品ｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ
 の可能性)
 部品間の性能ﾊﾞﾗ
 ﾝｽの必要性
	    弱
    有
  (可能)
    小
	    弱
    有
  (自由)
    小
	    強
    無
  (一部
   のみ
  可能)
    中
	    強
    無
 (不可能)
    大
	 強(一体
 化されて
  いる)
    無
 (不可能)
    大
 (一体化
 が必要)
	 強(一体
 化されて
  いる)
  　無
 (不可能)
  　大
 (一体化
 が必要)

	 ②製品使用時
   の特色
 ﾛｯｸｲﾝ効果の大/小
 (理由)
 (外観)
 ﾃﾞｻﾞｲﾝの重要性
	 大(保有
 ｿﾌﾄ資産)
    小
	 中(保有
  ﾃﾞｰﾀ・
  使用法
  習熟)
    中
	  小(ﾌﾞﾗ
  ﾝﾄﾞ名)
    大
	  小(ﾌﾞﾗ
  ﾝﾄﾞ名)
    大
	 大(保有
 ｿﾌﾄ資産)
    小
	  小(ｲﾝﾀ
  ﾌｪｰｽ)
    小

	 ③研究開発(R&D)
   の特色
 RD投資額の大/小
 投資回収期間の
 長/短)
 RD組織のﾊﾟﾀｰﾝ
 (ﾁｰﾑ型/個人型)
 (集中/分散)
 新製品出現の型
 (連続・成長型/
 非連続・新規型)
	    中
   個人
   分散
   連続
   新規
 (部分的)
	    小
   個人
   分散
   連続
  および
   新規
	    大
   ﾁｰﾑ
   集中
   連続
   改良
	    中
   ﾁｰﾑ
   中間
   新規
	   極大
   ﾁｰﾑ
   集中
 連続(改
 良･機能
  拡張)
	    大
   ﾁｰﾑ
 　集中
 　連続
 (大容量
 高速化)

	 ④法的独占要因
	  著作権
  (BIOS)
	  著作権
  (ｺｰﾄﾞ)
	   なし
	   なし
	 　半導体回路保護


                       図１０　ＰＣ産業の特色
             ――他の組立型産業・部品産業との比較
